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XJTAG Technologiepartner

SPEA und XJTAG verbinden das Beste aus Flying-Probe und Boundary-Scan

yy Test-Ingenieure stehen unter zunehmendem Druck, da Leiterplatten immer dichter mit Komponenten bestiickt wer-
den, die wenig oder keinen Zugang zu Pins haben und der Platz fiir Testpunkte sehr stark begrenzt ist. SPEA hat auf
dem Testmarkt eine Vorreiterrolle und bietet seinen Kunden eine Gesamtlésung aus einer Hand, indem Boundary-Scan
in SPEAs renommierte Flying-Probe- und Nagelbett-Tester integriert wird. k¢

SPEA ist ein weltweit filhrender Hersteller von automatisierten Priifgera-
ten fiir die Halbleiter- und Elektronikindustrie, mit Kunden in Markten wie
Luft- und Raumfahrt, Luftfahrttechnik, Telekommunikation, Automotive,
Medizin, Verbraucher und Sicherheit. Die Nagelbett- und Flying-Probe-
Testgeriate fiir Leiterplatten des Herstellers sind multifunktionale Test-
systeme, die zusiatzliche Techniken wie die optische Inspektion, 3D-
Laser-Priifung und Open-Pin-Erkennung nutzen, um eine maximale
Testabdeckung zu gewadhrleisten. Kunden von SPEA sind in der Lage
ihren Endnutzern lber viele Jahre die Sicherheit einwandfreier Leiter-
platten mit minimalen Riickldufen zu bieten.

Jede neue Generation Leiterplatten
erhéht die Herausforderung, ein
hohes MaB an Testabdeckung auf-
rechtzuerhalten. Leiterplatten wer-
den immer komplexer und dichter
bestuckt, weniger Testpunkte
bereitgestellt und neue Komponen-
tengehause schranken die Moglich-
keit, 1/0-Pins zu untersuchen, ein.
Um eine kontinuierliche Verbesse-
rung zu gewdhrleisten und bei einer
Prifung von Ball Grid Array (BGA)-
Komponenten auf dichtbestlickten
Leiterplatten nicht auf die Testab-
deckung verzichten zu missen, hat
SPEA den Boundary-Scan-Test in
seinen Nagelbett- und Flying-Probe-
Testern eingefihrt.

Boundary-Scan erméglicht das
Testen von Geraten und Verbindun-

gen in Netzen, die mit JTAG-kompa-
tiblen Komponenten auf der Platine
verbunden sind, lber einen gunstig
gelegenen Testport. An Stellen, an
denen Geréate-1/0O-Pins unzugénglich
oder keine Testpunkte verfligbar
sind, ermdglicht Boundary-Scan den
Ingenieuren ein hohes MaB an
Testabdeckung aufrechtzuerhalten.
Dank Boundary-Scan sind diese
auch in der Lage genaue Diagnosen
zu generieren, welche die Orte aller
erkannten Fehler aufzeigen.

Meinung

Die Ingenieure von SPEA und XJTAG
haben zusammengearbeitet, um her-
ausragende Leistungen im Bereich

der kombinierten Testplattformen zu
gewahrleisten und bestmdgliche Test-
fahigkeit sowie gréBtméglichen Mehr-
wert fur ihre Kunden bieten zu kénnen.

»Boundary-Scan-Tests bieten meh-
rere Starken, die das Know-how von
SPEA auf dem Elektronik-Testmarkt
erganzen“, erklart Stefano Ghibo,
Technischer Vertriebsspezialist bei
SPEA. ,XJTAG ist leistungsstark und
einfach zu bedienen, was es uns
ermdglicht, die Vorteile des integrier-
ten Boundary-Scans fiur unsere Kun-
den zu maximieren.”

Um die Integration von Boundary-
Scan und die Funktionalitat von In-
Circuit-Tests zu komplettieren, hat
das SPEA-Team die gesamte Test-
strategie zur Optimierung der
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Boundary-Scan-Tests haben mehrere Schliisselstarken, die die Kompetenz
von SPEA auf dem Elektroniktest-Markt ergdnzen. XJTAG ist leistungsstark und
einfach zu bedienen, was es uns ermdglicht, die Vorteile des integrierten
Boundary-Scans fiir unsere Kunden zu maximieren.

Um die Integration von Boundary-Scan und Funktionalitét von In-Circuit-
Tests zu vervollstdndigen, hat das SPEA-Team die Gesamt-Teststrategie zur
Optimierung der Testzykluszeiten weiter verbessert. Das kombinierte System
implementiert auch einen Testbericht, der Daten aus den verschiedenen Test-
techniken verbindet.

Testzykluszeiten weiter verbessert.
Das kombinierte System implemen-
tiert auch einen Testbericht, der die
Daten aus den verschiedenen Test-
techniken verbindet.”

Stefano Ghibo beschreibt die Unter-
stutzung der Kunden bei ihren Pro-
jekten durch die Ingenieure beider
Unternehmen als tUberragend. ,Unse-
re Ingenieure stehen den Kunden bei
Fragen gerne zur Verfligung und hel-
fen, ihre Testabdeckung fir die zu
prifenden Boards zu maximieren.“

Schwierige Zeiten kdnnen bevorste-
hen, da elektronische Schaltungen
immer komplizierter werden. Aber:
Die Zusammenarbeit zwischen
fihrenden Anbietern hilft nicht nur,
den Herausforderungen zu begeg-
nen, denen sich Ingenieure heute
stellen miussen, sondern schafft
auch Testldsungen fir die Zukunft.

Daten <4+>> SPEA

Unternehmen  SPEA Spa
Hauptsitz: Italien

Art des Ein weltweit fiihrender Entwickler

Geschéfts und Hersteller von Automatic Test
Equipment (ATE) fiir Mikrochips
und Leiterplatten

Produkte Flying-Probe-Tester, Nagelbett-
Tester, Leistungsfunktionstester

Kunden Halbleiter- und Elektronikindustrie
weltweit

Gegriindet 1976

Mitarbeiter Ca. 600

Standorte Volpiano, Italien. Biiros weltweit.
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